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前言

当前，全球已迎来了信息时代，电子信息技术极大地改变了人们的生活方式和工作方式，并成为体现
一个国家国力强弱的重要标志之一。
半导体集成电路技术是电子信息技术的基石。
目前，半导体集成电路封装测试与设计和制造并称为半导体产业的三大支柱。
微电子封装技术是随着微电子技术的发展而发展的。
同时，微电子技术突飞猛进的发展在很大程度上直接得益于微电子封装技术的高速发展。
因此，这两者是相互影响、彼此促进的。
可靠性在现代电子产品中的地位已经可以与产品的技术指标相提并论。
保证和提高各种电子产品的可靠性已成为国内外电子产业界的共同目标。
而微电子封装的可靠陛则是保证电子产品整体可靠性的技术关键。
现代社会的发展对电子控制的要求越来越高，电子技术的发展使电子封装的服役环境更趋恶劣。
例如，功能的多样化及结构的小型化，使得封装器件的功率更大、温度更高，从而使焊点产生的应力
应变也更大。
然而，可靠性的试验成本过高、试验周期过长，这极大限制了集成电路设计和制造的发展速度。
微电子封装建模与仿真技术能够对微电子封装技术进行快速的系统优化和参数设计，可以大大缩短研
发周期。
近几年来，我国微电子封装产业发展较快，对微电子封装技术方面的书籍也产生了迫切的需求。
目前，市场上关于封装技术的著作不多，特别是关于微电子封装建模与仿真技术的专著就更少了，这
使得许多有心钻研此领域的高等院校师生及工程技术人员，缺少一本系统介绍微电子封装建模与仿真
的专业书籍以在教学、科研、产业化中参考。
这也是作者撰写此书的主要原因。
本书对微电子封装，以及微电子器件及封装的进展和趋势，进行了概括性的介绍；针对建模与仿真在
半导体产业中的作用，以及微电子封装建模与仿真的进展，详细介绍了微电子热管理模型、微电子封
装的协同设计及仿真自动化、微电子封装组装过程的建模、微电子封装可靠性与测试建模、高级建模
与仿真技术等。
本书是对近年来微电子封装建模与仿真技术的总结和整理，希望能够对工程技术人员及相关专业人士
起到抛砖引玉的作用。
本书在体系上力求合理、完整，由浅人深地阐述封装建模和仿真技术的各个领域。
通过阅读本书，读者能较容易地认识封装建模和仿真技术，并能基于这些技术解决封装设计、制造、
测试过程中出现的问题，了解先进的封装建模和仿真技术。
相信本书的出版发行对微电子封装行业的发展会起到积极的推动作用。
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内容概要

本书全面描述了微电子封装领域所涉及的建模与仿真的基本理论、方法和实际应用。
全书从微电子封装的发展历程和微电子封装的建模与仿真开始，依次介绍了微电子封装的热管理模型
，微电子封装的协同设计及仿真自动化，微电子封装热、结构建模中的基本问题，微电子封装模型、
设计参数与疲劳寿命，微电子封装组装过程的建模，微电子封装可靠性与测试建模，高级建模与仿真
技术等电子封装领域的前沿问题。
    本书在体系上力求合理、完整，并由浅入深地阐述封装技术的各个领域；在内容上接近于封装行业
的实际生产技术。
通过阅读本书，读者能较容易地认识封装行业，理解封装技术和工艺流程，了解先进封装技术的建模
与仿真。
    本书可作为从事微电子封装行业人员的参考资料，也可供高等院校相关专业研究生和高年级本科生
学习参考。
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章节摘录

插图：当今无论是电子计算机、现代信息产业、汽车电子及消费类电子产业，还是要求更高的航空、
航天和军工产业，都正经历着一场巨变。
这是因为这些领域越来越要求电子产品具有高性能、多功能、高可靠性、小型化、薄型化、轻量化、
携带方便，以及大众化普及所要求的低成本等特点。
而满足这些要求的基础与核心是各种大规模集成电路、超大规模集成电路及专用集成电路芯片。
要对这些成百上千个I／O引脚的芯片进行封装，制成各种用途、要求的电子产品，需要采用焊球阵列
封装（BGA）、晶圆级芯片尺寸封装（WL-CSP）、多芯片组件（MCM）或三维系统级封装模块（3D
SiP module）等现代微电子封装技术。
这一新的发展趋势对表面组装技术（SMT）、表面安装器件（SMD）也将提出更新的要求，并不断丰
富SMT／SMD的内涵，从而将SMT／SMD推向更高的发展阶段。
可以毫不夸张地说，现代微电子技术的飞速发展，正不断变革着人类社会，极大地改变着人们的工作
及生活方式，促使整个世界高速迈向现代化。
1.1 微电子封装技术芯片产业已成为国民经济发展的关键，而芯片设计、制造和封装测试是芯片产业发
展的三大产业支柱，这已是微电子工业界的共识。
微电子封装不但直接影响着集成电路本身的电性能、机械性能、光性能、热性能、可靠性和成本，还
在很大程度上决定着电子整机系统的小型化、多功能化、可靠性和成本。
微电子封装是连接半导体芯片和电子系统的一道桥梁，随着半导体产业的飞速发展及其向各行业的迅
速渗透，微电子封装在近二三十年里获得了巨大的发展，并已经取得了长足的进步。
常规微电子芯片封装通常是指将半导体集成电路芯片及用来固定、保护它的基体通过热固性和热塑性
材料塑封而成的模块。
芯片上的接点用微导线连接到封装基体的引脚上，这些引脚又通过印刷电路板上的插槽与其他器件相
连接。
封装不仅具有安装、固定、密封、保护芯片和增强芯片散热性能的功用，还是沟通芯片内部世界和外
部电路的桥梁。
可以说，电子封装不但要提供对芯片在电、热、光和机械性能方面的保护，同时要在一定的成本下满
足不断增加的性能要求和可靠性、散热、功率分配等功能。
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